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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

PRINTED BOARD DESIGN, MANUFACTURE AND ASSEMBLY -
TERMS AND DEFINITIONS

FOREWORD

The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization comprising
all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC is to promote
international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical electronic fields. To
this end and in addition to other activities, IEC publishes International Standards 2
Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hers

Publication(s)”). Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC interested
in the subject dealt with may participate in this preparatory work entalN\and non-
governmental organizations liaising with the IEC also participate in this prepa abbraies closely
with the International Organization for Standardization (ISO) in accorgda sondifions\determined by
agreement between the two organizations

2) The formal decisions or agreements of IEC on technical matters exp as possible, an international
consensus of opinion on the relevant subjects since each technica as representation from all
interested IEC National Committees

3) IEC Publications have the form of recommendations for infern ¢ ccepted by IEC National
Committees in that sense. While all reasonable efforts ate\magde e technical content of IEC
Publications is accurate, : R in “which they are used or for any
misinterpretation by any end user.

4) In order to promote international uniformit ndertake to apply IEC Publications
transparently to the maximum extent possible in 3 €gional publications. Any divergence
between any IEC Publication and the corresponding nationa egional publication shall be clearly indicated in
the latter

5) IEC itself does not provide y. Independent certification bodies provide conformity
assessment services and s of conformity. IEC is not responsible for any
services carried out by i

6) All users should ensure ftha

7) No liability shall 4 employees, servants or agents including individual experts and
members of its te ational Committees for any personal injury, property damage or
other damage of ah kU e her direct or indirect, or for costs (including legal fees) and
expenses arising o [ icafti ge of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC
Publications.

8) Attention is dra e references cited in this publication. Use of the referenced publications is
indispensab{e for ion of this publication

9) Attentig to the pgssibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of
patent held responsible for identifying any or all such patent rights

International IEC 60194 has been prepared by subcommittee 91: Electronics

assembly technolog

This sixth edition cancels and replaces the fifth edition, published in 2006 and constitutes a
technical revision.

The main changes with respect to the previous edition are the following: Some two hundred
terms and definitions have been updated, where applicable, and another two hundred new
terms and definitions have been added.

The text of this standard is based on the following documents:

FDIS Report on voting
91/1236/FDIS 91/1253/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.
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This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until
the stability date indicated on the IEC web site under "http://webstore.iec.ch" in the data
related to the specific publication. At this date, the publication will be

e reconfirmed,

e withdrawn,

e replaced by a revised edition, or
e amended.

IMPORTANT - The 'colour inside' logo on the cover page of t
that it contains colours which are considered to be
understanding of its contents. Users should therefore

QD
\
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INTRODUCTION

This International Standard has been structured in such a way that for each letter of the
alphabet a new clause has been created. For the sake of comparison, the French version is
aligned to the English sequence and thus follows the alphabetical order of the English version.

@%
S
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PRINTED BOARD DESIGN, MANUFACTURE AND ASSEMBLY -
TERMS AND DEFINITIONS

1 Scope

This International Standard defines the terminology used in the field of printed circuit boards
and printed circuit board assembly products.

2 Normative references

undated references, the latest edition of the reference
amendments) applies.

IEC 60050-541:1990, International Electrotechnical, apgter 541: Printed

QD
\
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

CONCEPTION, FABRICATION ET ASSEMBLAGE
DES CARTES IMPRIMEES - TERMES ET DEFINITIONS

AVANT-PROPOS

1) La Commission Electrotechnique Internationale (IEC) est une organisation mondiale de normalisation
composée de I'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de I'I[EC). L'IEC a pour
objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normaligation tans les domaines
del' electr|C|te et del' electronlque A cet effet, I IEC — entre autres act|V|tes — publie de

travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peu iciper. 3 |sat|ons
internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison aveg I'lEC, iCi également aux
travaux. L'IEC collabore étroitement avec |'Organisation Internationalé y sati ©), selon des
conditions fixées par accord entre les deux organisations.

2) Les décisions ou accords officiels de I'lEC concernant les questio L eprésemient, dans la mesure
du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étamt~donné € WitéS nationaux de I'lEC

3)
4)

5) L'IEC elle-méme ne fourni

indépendants.

6) Tous les utilisat@ i
7) Aucune responsab :

y compris ses expert§

I'objet de droits™de brevet. L'IEC ne saurait étre tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits
de brevets et de ne™pgg avoir signalé leur existence.

La Norme internationale IEC 60194 a été établie par le comité d'études 91 de I'IEC:
Techniques d'assemblage des composants électroniques.

Cette sixieme édition annule et remplace la cinquieme édition, publiée en 2006 et constitue
une révision technique.

Les principaux changements par rapport a I'édition précédente sont les suivantes: Quelque
deux cents termes et définitions ont été mis a jour, le cas échéant, et deux cents nouveaux
termes et définitions ont été ajoutés.
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Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote
91/1236/FDIS 91/1253/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a I'approbation de cette norme.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/IEC, Partie 2.

avant la date de
les données

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié
stabilité indiquée sur le site web de I'lEC sous "http://webstore.iec.ch
relatives a la publication recherchée. A cette date, la publication sera

e reconduite,
e supprimée,
e remplacée par une édition révisée, ou

e amendée.

IMPORTANT - Le logo "colour inside i ve sunl\_; e de couverture de cette
publication indique qu'elle contien quiksont considérées comme utiles a
une bonne compréhension de son contenu: ilisateurs devraient, par conséquent,
imprimer cette publication en utilisant une i ante couleur.
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INTRODUCTION

La présente Norme Internationale a été structurée de la sorte que chaque lettre de I'alphabet
donne lieu a un nouvel article. Toutefois, dans l'intérét de faciliter la comparaison entre la
version frangaise et anglaise, la séquence de la version francaise correspond a la version
anglaise. Pour cette raison la version frangaise ne suit pas un ordre alphabétique.

@%
S
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CONCEPTION, FABRICATION ET ASSEMBLAGE
DES CARTES IMPRIMEES - TERMES ET DEFINITIONS

1 Domaine d’application

La présente Norme Internationale définit la terminologie utilisée dans le domaine des cartes
de circuits imprimés et des produits d'assemblage de cartes de circuits imprimés.

2 Références normatives

Les documents suivants sont cités en référence de maniére nor
part|e dans Ie present document et sont |nd|spensables _pou

@@

imprimés
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